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1 ｢

カートリッジ形磁気テープサブシステム

H-6485-1形磁気テープ装置,H-

6481-1形磁気テープ制御装置は,従来

のオープンリール形テープに代え,カ

ートリッジタイプの新媒体を使用した
磁気テープサブシステムである｡j義気

ディスク装置の大容量化,高速転送化

に対応すべく,性能を高め,媒体保管

スペースの削減というニーズを満たす

目的で開発した(図1)｡

本サブシステムは,従来のオープン

リール形テープの約÷と小形化された
カートリッジ形テープを使用するにも

かかわらず,新開発の薄膜ヘッドの採

用により18トラック,3万8,000バイト/

2,54cm(3万8,000bpi)という高密度

記録を実現し,200Mバイト/巻のデー

タ記憶容量を実現させている｡

また,高速データ転送(3Mバイト/

秒)及び制御装置の持つ大容量バッフ

ァによりスループットの向上を因って

おり,更に,データ圧縮機能を付加す

ることによって,カートリッジ1巻当

たりのデータ記憶容量を増大させ,6

Mバイト/秒の高速転送をも可能として

いる｡

このほか,

図l カートリッジ形磁気テープサブシステム

オペレータに対するメソ

表t 主な仕様

セージ表示機能の追加,カートリッジ

自動交換機構による最大8巻のカート

リッジの連続自動処理など,操作性を

高めているとともに,装置の設置スペ

ース,所要電力も従来装置(H-8488-1

形一遍気テープ装置,H-84Sl-1形月滋気テ

ープ制御装置)に比べて,約60%i成と大
幅な省スペース･省エネルギーを実現

している｡

表1に,本サブシステムの主な仕様

を示す｡

(日立製作所 コンピュータ事業部)

項目
＼

形式 H-6485-l

記 録 密 度 38′000バイト/2.54cm

テ
ー プ 速 度 2m/s

データ転送速度
標 準 3Mバイト/秒

オプション 6Mバイト/秒*

lBG長 2mm

リ ワ イ ン ド 時 間 48s

ロード･アンロード時間 7s

デ
ー タ 容 量 200･6DOMバイト/巷*ホ

磁 気 ヘ ッ ド 薄膜(柑トラック)
磁 気 チ

ー

フ ÷(インチ)形カートリッジテープ

注:* データ圧縮機構付きの場合

** データ圧縮機横付きで,圧縮率75%の場合600Mバイト/巷

VOS3通信管理XNF
大規模化,高度化する情報ネットワ

ーク実現のため,HNAで築いてきた技

術に加え,国際標準に準拠し一矢世代の

技術を取り入れた拡張HNAを開発し

た｡VOS3通信管理ⅩNFは,この拡張

HNAをベースアーキテクチャとした通

信の基盤を提供するプログラムである｡

VOS3システム(拡張HNA)

回 [二重亘コ

XNF/AM/ES

H-8633CCP

XNF/NPl

[二重垂亘亘コ

パケット交換網

AM構成情報

1. 主な!特徴

(1)開かれたネットワークの構築

OSI標準に従った網とのネットワー

ク相互接続機能,及び各種ネットワー

クに依存しない通信インタフェースを

提供する｡これにより,ネットワーク

ネットワーク

定義情報

XNF/
NETD

NP構成情報

NP構成情報

×NF/NP+

プログラムプロダクト 動作環境 最小所要メモリ

×NF/AM/巨S

XNF/NPI

XNF/NPl/X25
×NF/NETD

VOS3/ESll.5Mバイト
H-8633CCP O.5Mバイト以上

H-8633CCP(XNF/NPlに含まれる｡)

VOS3/ESllMバイト

図I XNFプログラムプロダクトと動作環境

×NF/
AM/ES

上位AP

AM

構成情報

利用者が自由かつ対等に通信すること

ができる開かれたネ､ソトワークを構築

することができる｡

(2)大規模ネットワークシステムの実現

従来製品の16ビットのアドレス付け

を32ビットに拡大した｡また,ネット

ワーク相互接続機能により,複合的な

大規模ネットワークシステムが構築で

きる｡

(3)ネットワーク全体の一括定義

一括定義した結果を,ネットワーク
定義プログラムを使用し,各ホスト,

通信制御装置ごとの構成,制御情報を

自動生成する｡これによりネットワー

ク管理者の負担を軽減する｡

(4)HNA端末･システムとグ)接続及び

ECS/VTAM(拡張仮想通信アクセス

法)との共存

現行システムからの無理のない拡張

が可能である｡

2.プログラムプロダクトと動作環境

プログラムプロダクトと動作環境を

図lに示す｡

(日立製作所 コンピュータ事業部)
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圃仁二ニコ

H-6912/16形半導体記憶装置
H-6912/16形半導体記憶装置は,電

子計算機システムの高性能,高速化に

対応し,高速,小形,低価格の外部記

憶装置を提供するために開発した装置

である｡本装置は256kビットDRAMを

使用した半導体記憶装置の開発実績を

基に,メモリ素子として1Mビット

DRAMを使用し,論理回路部の大幅な

LSI化を行った｡

これにより,現行機に比べ設置スペ

ース･所要電力共に約50%減となって

いる｡主な特長を以下に述べる｡

(1)スループットの向上

平均アクセス時間は0.3ms,ディレ

クタ当たりのデータ転送速度は3Mバ

イト/秒,高速転送機構付加時は6Mバ

イト/秒である｡

(2)導入の容易性

H-8598-1,H-6585-1形磁気ディス

クとソフト的な互換性を保っている｡

(3)データの不揮発性

小形耳滋気ディスク装置を内蔵してお

り,通常の電源切断･投入時にメモリ

部とディスク装置間でデータの復元･

退避を行い,データの不揮発性を保障

する｡内蔵バッテリー(オプション)を

付加すれば停電時のデータ消失を防止

することもできる｡

(4)構成の柔軟性

メモリ容量は16Mバイトから256M

バイトまで16Mバイト単位で増設可能

である｡ボリューム数は1～8個の8

通りで,ボリューム設定容量は,各ボ

表l主な仕様

リュームごとに自由な値で設定するこ

とができる｡

このように大幅な機能強化を図って

おr),アクセス頻度の高いデータを本

サブシステムに収納することによって,

システム性能上のボトルネックを解消

し,システム全体の性能向上を図るこ

とができる｡

H-6912/16形半導体記憶装置の主な

仕様を表1に示す｡

(日立製作所 コンピュータ事業部)

項 目 形 式 H-69】2-3 H-6引6-5 H-6916-l

メ モ リ 素 子 1Mピッ 卜 DRAM
記 憶 容 量 Mバイ ト) 256～1024 16-256
増 設 単 位(Mバイ ト) 128 16

性能
平均アクセス時間(ms) 0.3

データ転送速度Mバイト/不 少 6,3 最大6Mバイト/秒×4)

ハ ス 数 l(基本) l(基本)
2(オプション) 2,4(オプション)

ポ リ 喜
一 ム 数 1,2,3,4,5,6,7,8(8通り)

ボリューム設定容量(Mバイ 卜) 2 l
エ ミ ュ レ ー シ ョ ン タ イ プ H-85!柑-l,H-6585-1

川几 ン′ ス 丁 ム M-68X,M-66×,M-640プロセッサグループ及びM-240D以上

サ ポ ー

ト ソ フ ト VOS3/ESl.VOS3/SP21.VMS/ES

DB/DCシステムXDMの機能強化

近年,銀行,証券会社などの第3i欠

オンラインシステムに代表されるよう

に,DBを中心とした情報システムは,

大規模化,高度化が急速に進んでおり,

(1)対象業務の多様化

(2)システム規模拡大とデータ量急増

(3)ネットワーク,分散処理化

(4)システム運用サービス時間の拡大

への対応が求められている｡そこで,

高度情報システムの基盤であるDB/DC

システムⅩDMでは,この動きに対応し

て?欠の点を大幅に拡張した｡

1.拡弓長一幾能の特長

(1)分散環境への対応

複数のホストコンピュータ間で機能

分散,負荷分散を実現するため,構造

複数DCサブシステムの共存

WS オンライン

端末
オンライン

端末

コンソール

ジャーナル

HOAP

DBS
×DM/
DCCM3

TMS-4〉/
SP

XDM/BASE E2

XDM/RD

XDM/RD
ハDP

XDM/SD
E2

×DM/DF

リレーショ

ナルDB

構造形
DB

複数DBサブシステムの共存

形DBを複数ホストに分散配置できるよ

うにした(図1のⅩDM/DF)｡業務プロ

グラムはDB配置に関係なく自ホストの

DBと同一インタフェースでアクセスで

き,DB更新も同期保証される｡

また,システムOA環境では,ホスト

とワークステーションの間で,処理分

散,データ分散を実現できる｡

(2)リレーショナルDBの国際規格及び

HAAへの対応

リレーショナルDBアクセスインタフ

ェースとして,ISO及びJISの標準規格

に準拠し,SQLを採用した｡

また,大規模システムからワークス

テーションに至る広い範囲での共通化

を目指している,HAAのDBアクセス

インタフェースを包含している｡

オンライン

端末

TMS-4〉/
SP

ジャーナル

通信回線

オンライン

端末

XDM/
DCCM3

XDM/BASE E2

XDM/DF

複数ホスト間の分散DB

国I XDMを用いた大規模DB/DCシステムの構成例

100

×DM/SD
E2

構造形
DB

コンソール

ジャーナル

(3)トランザクション処理性能の向上

並行処理度を高めるため,コンカレ

ント処理の範囲をリレーショナルDB,

メッセージ処理及びジャーナル取得ま

で拡大した｡

更に,リレーショナルDB用の内蔵形

DBプロセッサによって,集合演算性能

の大幅向上を行った｡

(4)複合サブシステムにおける運用の

柔軟性向上

ユーザー利用環ゴ尭での多種多様な利

用形態を実現するため,図1に示す複

合サブシステム環境を実現した｡サブ

システムの開始,終了は,業務形態に

合わせサブシステムごとに非同期に実

行できる｡

2.XDMシステムの構成

ⅩDMを用いた大規模DB/DCシステ

ムの構成例を図一に示す｡

(日立製作所 コンピュータ事業部)
主要なプログラムプロダクト

●XDM/BASE E2

XDM基本プログラム

●XDM/SD F2

XDM構造形DB

●XDM/DCCM3
XDMデータコミュニケーション マネジメントシス
テム

●XDM/RD
XDMリレーシ

●XDM/RD/lDP
XDMリレーシ

●XDM/DF
XDM分散機能

●TMS-4V/SP
トランザクシ

ナノレDB

ナルDBIDP支援

ン マネジメントシステム
● HOAP DBS

統合情報管≡哩DBサービス
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日立志望特許

プロセス監視方法

l.発明の背景

原子力発電所など人規模プラントの

運転員は,操作盤に設置したCRTを通

じてプロセスデータグ)監視を行ってい

る｡したがって,監視すべきCRTの数

があまり多いと,プロセスデータの異

常を発見した場合,プラントの異常箇

所の同定に長時間を要するという問題

があった｡

この問題を解決し,操作盤のコンパ

クト化と異常箇所1司定までの時間の短

縮を可能にしたのが,日立製作所が発

明Lたプロセス監視方法である｡

2.発明の内容

これは,操作盤に設置されたCRTの

階層レベル1

階層レベル2

階層レベル3

再循環系

階層レベル4

図l プロセスの階層構造

給水

制御系

ポンプ
軸受

台数を基準として,監視すべきプロセ

スの階層レベル(図1参照)を決定する

システムで,具体的には次のようなス

テ､ソプを経て,必要とするプロセス要

素の情報をCR′1､に表示して異常箇所の

同定を行う(図2参照)｡

(1)異常を示すプロセスデータを含む

最下位の階層レ/ヾルのプロセス要素を

選択する｡

(2)選択したプロセス要素の数がCRT

の台数以下であれば,その階層レベル

でのプロセス要素の情報を,その要素

ごとにCRTに表ホする｡

(3)上の条件を満たさない場合は,順

i欠階層レベルを上げて,プロセス要素

プラント

全体

給水系

タービン

馬区動
ポンプ

補助油
ポンプ

電動機
駆動
ポンプ

タービン系

7Pロセスデータの異常の有無を判断

異常プロセスデータを含んでいる最下

位の階層レベルの70ロセス要素を選択

プロセス要素の数がCRTの台数以下か?

NO

一つ上位の階層レベルを選択

選択された階層レベルで異常プロセ

スデータを含むプロセス要素を選択

プロセス要素の数≦CRTの台数

NO

YES

YES

選択されたプロセス要素の情報をCRTに表示

図2 本発明の説明図

の数がCRTの台数と同じか,それ以‾F

となるまで同様の手順を繰i)返す｡

3.特長･効果

(1)CRl､の設置台数を少なくでき,操

作盤をコンパクトにできる｡

(2)運転員が異常箇所を同定するため

に要する時間を短縮できる｡

4.】是供技術

l■ 関連特許の実施許諾

●特許第1282了06号

｢プロセス監視方法+

容器底部ライナの密封方法

1.発明の背景

従来,容器底部のライナプレートト

ヘのコンクリートの打設は,?大の手順

で行われていた｡(1)ライナプレートの

開口からコンクリートを打設する｡(2)

上記開口にキャップを溶接し,開口を

密封する｡

開口 パッキングリング

底部ライナー70レート

(a)コンクリート打設前

底部ライナープレート 溶着金属

迄
外周端/

.■_＼‾

-

内周端

キヤ

¢二_

(c)キャップ溶接後

このような例では,一存接熱でコンク

リート中の水分が蒸発L,溶接に悪影

響を与えることがあった｡

日立製作所が開発したライナの密封

方法は,以L(乃ような悪第三響の抑制を

可能にするものである｡

2.発明の内容

図1に示したように本密封方法は,

キャップ 底部ライナプレート

/‾ヽ 1 1

＼※熟彪須

∴;‥T+‾･言7･†㌻･･‡二三子∴?十0■`-

､､･＼コンクリート

図l 容器底部ライナの密封方法

パッキングリング コンクリート

(b)キャップ設定時

(d)パッキングリング斜視図

i欠の順序で行われる｡

(1)底部ライナプレートの開r+周縁

に,断面U字状のパッキングリングの外

周端を溶接する｡(2)コンクリートを開

口から下方に打設し,その後にキャ･ソ

プを開口内にはめてパッキングリング

の内周端にi容接する｡(3)キャップと底

部ライナプレートとを溶接による溶着

金属で接合し,密封する｡

3.特長･効果

コンクリートからの水分がパッキン

グリングで阻止され,溶接による密封

部分に影響することがない｡これによ

って,信頼性が特に強く要求される原
子炉格納容器での底部ライナ構造の信

頼性を大きく高めた｡

4.提供技術

l■ 関連特許の実施許諾

●年寺許第1052997号

｢容器底部ライナの密封方法+

日立製作所では,すべての所有特許権を適正な価格で皆きまにご利用いただいております｡また.ノウハウについてもご相談に応じておりますので,お気軽にお問い合わせください｡

お問い合わせ先は‥･秩式書鼓日五裂イE祈 〒10D東京都千代田区丸の内一丁日5蕃l号(新丸ビル)電話(03)2川-3114(直卦特許部特許営業グループ

101
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B正吉芸特許

遠心薄膜乾燥機の制御方法

l.発明の背景

遠心薄膜乾燥機は,固形分を含むス

ラリを,蒸発･乾燥して粉末化する装

置である｡このため,従来は機内各部

の温度が所定値になるようスラリの供

給流量を調節していたが,スラリの乾

燥状態の把握が不十分なため,必ずし

も効率の良い流量制御を行うことがで

きなかった｡本発明は,このような問

題を解決したものである｡

2.発明の内容

図1に示すように,加熱蒸気温度計

①と伝熟面④に設置した褐数の伝熱面

温度計②の信号を,スラりの乾燥終了

位置演算器③に入力すると,図2のよ

うな伝熱面温度分布が得られ,スラり

の乾燥終了位置は,伝熟面温度が加熱

蒸気温度とほぼ等しくなった位置であ

ることが明らかとなる｡この乾燥終了

位置を流量設定値演算器(9に入力し,

流量調節器⑥とポンプ⑦を用いて,ス

ラリの乾燥終了位置が目標位置(処理

効率が最大となる位置)となるように流

量を制御するわけである｡

廃
液
タ
ン
ク

吋笥r廿配

:=粉末J`

図t 遠心薄膜乾燥機

｢
■
■

一
1
･

一
一

一
一

■
一

離気分蒸
〈γ

10

喜;
=
ll
=
=
=

+

更に,処三哩効率を高め,しかも粉末

の含水率を所定値以下とするため,巽

⑧を取り付けた回転軸(卦の凶転数を制

御する｡すなわち,粉末の含水率は,

粉末温度及び回転数と相関があるの

で,乾燥終了位置とともに粉末温度計

⑲の温度を回転数演算器⑪に入力し,

回転数調節器⑲と電動機⑲で回転数を

制御するようにしている｡

3.特長･効果

(1)スラリの処理効率が最大となる｡

(2)常時低含水率の粉末が得られる｡
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図2 伝熟面温度分布
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